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【国際特許分類】
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   Ｃ０８Ｋ   3/00    　　　　
   Ｃ０８Ｌ  79/00    　　　Ａ
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【手続補正書】
【提出日】平成19年12月18日(2007.12.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともポリイミド成分とポリアニリン成分のポリマー混合物を含む導電性ポリイミ
ドベース基板であって、前記ポリアニリン成分は、
　ａ）基板全体の５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、５５、
および６０の任意の２つの値を含むその２つの値の間の範囲の重量パーセントで存在し、
　ｂ）０．５、０．６、０．７、０．８、０．９、１．０、２．０、３．０、４．０、お
よび５ミクロンまでで、５を含まない任意の２つの値を含むその２つの値の間の範囲の平
均粒子サイズを有するドープされた、またはドープされていないポリアニリン粒子の液体
分散体から誘導され、
　ｉ）平方あたり１０，０００、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９、１０１０、
１０１１、１０１２、１０１３、および１０１４オームの任意の２つの値を含むその２つ
の値の間の範囲の表面電気抵抗率と、
　ｉｉ）７０、７５、８０、８５、９０、９５、１００、１０５、１１０、１１５、１２
０の任意の２つの値を含むその２つの値の間の範囲の表面光沢度と、
　ｉｉｉ）０．０５、０．０６、０．０７、０．０８、０．０９、０．１０、０．１１、
０．１２、０．１３、０．１４、および０．１５の任意の２つの値を含むその間の表面粗
さＲａ値（ミクロン）と、
を有する、少なくとも１つの基板表面を提供することを特徴とする導電性ポリイミドベー
ス基板。
【請求項２】
　前記基板の厚さは、５および１２５ミクロンの値を含み、これらの値の間の範囲の厚さ
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であることを特徴とする請求項１に記載の基板。
【請求項３】
　前記ポリイミド成分は、１種または複数の二無水物成分を１種または複数のジアミン成
分と接触させることによって少なくとも部分的に作製されるポリアミック酸前駆体から誘
導され、前記二無水物は、ピロメリト酸二無水物、４，４’－オキシジフタル酸無水物、
ビス（３，４－ジカルボキシフェニル）スルホン二無水物、２，２－ビス（３，４－ジカ
ルボキシフェニル）１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン二無水物（６ＦＤ
Ａ）、２，２’－ビス［４－（３，４－ジカルボキシフェノキシ）フェニル］プロパン二
無水物、３，３’，４，４’－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、３，３’，４
，４’－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物およびその組合せからなる群から選択され
、
　前記ジアミン成分は、１，４－ジアミノベンゼン（ＰＰＤ）、１，３－ジアミノベンゼ
ン（ＭＰＤ）、４，４’－ジアミノジフェニルエーテル（４，４’－ＯＤＡ）、３，４’
－ジアミノジフェニルエーテル（３，４’－ＯＤＡ）、１，３－ビス－（４－アミノフェ
ノキシ）ベンゼン（ＡＰＢ－１３４またはＲＯＤＡ）、１，３－ビス－（３－アミノフェ
ノキシ）ベンゼン（ＡＰＢ－１３３）、２，２－ビス－［４－（４－アミノフェノキシ）
フェニル］プロパン（ＢＡＰＰ）、ビス－（４－（４－アミノフェノキシ）フェニルスル
ホン（ＢＡＰＳ）、４，４‘’－ビス（３－アミノフェノキシ）ジフェニルスルホン（ｍ
－ＢＡＰＳ）、４，４’－ビス－（アミノフェノキシ）ビフェニル（ＢＡＰＢ）、ビス（
４－［４－アミノフェノキシ］フェニル）エーテル（ＢＡＰＥ）、１，６－ヘキサメチレ
ンジアミン（ＨＭＤ）、２，２’－ビス－（４－アミノフェニル）１，１，１，３，３－
ヘキサフルオロプロパン（６Ｆジアミン）、およびその組合せからなる群から選択される
ことを特徴とする請求項１に記載の基板。
【請求項４】
　前記ポリアニリン成分は、エメラルジンべースポリアニリン、エメラルジン塩ポリアニ
リン、ロイコエメラルジンポリアニリン、ニグラニリンポリアニリン、ペルニグラニリン
ポリアニリン、アニリンの誘導体、アルキルアニリンの誘導体、およびアルコキシアニリ
ンの誘導体からなる群から選択されるアニリン成分からされることを特徴とする請求項１
に記載の基板。
【請求項５】
　前記ポリアニリン成分は、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）、Ｎ－メチルピロリジノ
ン（ＮＭＰ）、ガンマ－ブチロラクトン、Ｎ，Ｎ’－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、
ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、テトラメチル尿素（ＴＭＵ）、Ｎ，Ｎ’－ジアルキ
ルカルボキシルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルアセトアミド
、ジメチルスルホキシド、Ｎ－シクロヘキシル－２－ピロリドン、ジメチルスルホン、ヘ
キサメチルホスホルアミド、テトラメチレンスルホン、ジグリム、およびピリジンからな
る群から選択される極性溶媒中に分散されていることを特徴とする請求項１に記載の基板
。
【請求項６】
　前記ポリアニリン成分は、第１溶媒と第２溶媒の混合物中に分散され、第１溶媒は表面
張力が３４ｍＮ／ｍであり、第２溶媒は表面張力が２０から３３．５ｍＮ／ｍを含みその
間、または４２から５００ｍＮ／ｍを含みその間のいずれかであることを特徴とする請求
項１に記載の基板。
【請求項７】
　前記ポリアニリン成分は、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、次リン酸、ホスホン酸、ホウフ
ッ化水素酸、リンフッ化水素酸、塩酸、脂肪酸、芳香族酸、脂環式酸、多塩基酸および酸
解離定数（ｐＫａ）が４．８に等しいかそれ未満のプロトン性酸からなる群から選択され
る酸でドープされていることを特徴とする請求項１に記載の基板。
【請求項８】
　前記基板は、多層フレキシブル回路基板の部品、固定回路基板の部品、静電防止ブラン
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ケットの部品、回路パッケージの部品、高速カラー複写機の像転写ベルトの全てまたは一
部の部品、パッケージ構成物の部品であり、前記パッケージ構成物は、チップオンリード
（「ＣＯＬ」）パッケージ、チップオンフレック（「ＣＯＦ」）スパッケージ、リードオ
ンチップ（「ＬＯＣ」）パッケージ、マルチチップモジュール（「ＭＣＭ」）パッケージ
、光電子パッケージ、フラットワイア用途、ボールグリッドアレイ（「ＢＧＡ」または「
μ－ＢＧＡ」）パッケージ、チップスケールパッケージ（「ＣＳＰ」）、または自動テー
プボンディング（「ＴＡＢ」）パッケージ、および、導電路を含む集積回路パッケージ基
板の部品であり、前記導電路は、ワイアボンド、導電性金属、はんだバンプの群の１種ま
たは複数の部材を含むことを特徴とする請求項１に記載の基板。
【請求項９】
　充填剤をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の単層基板。
【請求項１０】
　前記基板は、熱、圧力、またはその組合せを用いる自己接着性フィルムであり、
　前記フィルムはカラー複写機の像転写ベルトとして使用されることを特徴とする請求項
１に記載の基板。
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